wo 2013/000574 A 1[I I/ V0000 00O Y00 O

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum
Internationales Biiro

~.
-~
~

=

\

(43) Internationales
Veroffentlichungsdatum
3. Januar 2013 (03.01.2013)

WIPOIPCT

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer

WO 2013/000574 A1

(51

eay)
(22)

(25)
(26)
(30)

1

(72)
(73)

74

31

Internationale Patentklassifikation:
HO5K 1/03 (2006.01) HOS5K 3/46 (2006.01)
Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2012/002717
Internationales Anmeldedatum:

28. Juni 2012 (28.06.2012)
Einreichungssprache: Deutsch
Veriffentlichungssprache: Deutsch
Angaben zur Prioritit:
102011 051 411.2 28. Juni 2011 (28.06.2011) DE

Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): SCHWEIZER ELECTRONIC AG [DE/DE];
Einsteinstr. 10, 78713 Schramberg (DE).

Erfinder; und
Erfinder/Anmelder (nur fiir US): FLEINER, Bernfried
[DE/DE]; Fliederweg 5, 78713 Schramberg (DE).

Anwalt: HOSSLE, Markus; Hossle Patentanwilte,
Partnerschaft, Postfach 10 23 38, 70019 Stuttgart (DE).

Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(84)

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veroffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3

(54) Title: PREPREG, METHOD FOR PRODUCING A PREPEG, METHOD FOR PRODUCING A PRINTED CIRCUIT BOARD
ELEMENT AND PRINTED CIRCUIT BOARD ELEMENT

(54) Bezeichnung : PREPREG, VERFAHREN ZUM HERSTELLEN FEINES PREPREGS, VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
EINES LEITERPLATTENELEMENTS SOWIE LEITERPLATTENELEMENT

24

(
20

26

Fig. 1

(57) Abstract: The present invention relates to a prepreg (21) for use in the production of printed circuit boards, said prepreg
comprising one or more spacer elements (22, 24).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Prepreg (21) zur Verwendung bei der Herstellung von Leiterplatten,

das

ein oder mehrere Abstandshalterelemente (22, 24) umftasst.
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Prepreg, Verfahren zum Herstellen eines Prepregs, Verfahren
zum Herstellen eines Leiterplattenelements sowie Leiter-

plattenelement

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Prepreg
zur Verwendung bei der Herstellung von Leiterplatten bzw.
Leiterplattenelementen, ein Verfahren zum Herstellen eines
derartigen Prepregs sowie ein Verfahren zum Herstellen ei-

nes Leiterplattenelements und ein Leiterplattenelement.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Leiterplatten
mit Innenlagen bekannt, so beispielsweise aus der EP 1 639

869 Bl und der DE 20 2007 003 815 U1l.

[0003] Prepregs zur Verwendung bei der Herstellung von
Leiterplatten bzw. Leiterplattenelementen sind ebenfalls

bekannt, so beispielsweise aus der US 2010/0044087 Al.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] ErfindungsgemdB wird ein Prepreg mit den Merk-
malen des Anspruchs 1, ein Verfahren zum Herstellen eines
Prepegs mit den Merkmalen des Anspruchs 5, ein Verfahren

zum Herstellen eines Leiterplattenelements mit dem Merkmal

BESTAMIGUNGSKOPIE
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des Anspruchs 7 sowie ein Leiterplattenelement mit den

Merkmalen des Anspruchs 9 vorgeschlagen.

[0005] Der erfindungsgemdBe Gedanke besteht darin,
Prepregs nicht mehr wie im allgemeinen iublich als homogene
Materialbahn auszugestalten, sondern in dem Prepreg mindes-

tens ein Abstandshalterelement vorzusehen.

[0006] Dies ermoglicht es, beim Verpressen des Leiter-
plattenmehrschichtaufbaus nicht mehr den Verpressdruck als
Verpressmall zu benutzen, sondern eine abstandsgesteuerte
Verpressung vorzunehmen. Mit anderen Worten bedeutet dies,
dass mit einem erfindungsgemdBen Prepreg ein Verpressen so
lange erfolgt, bis die gesamte Prepreg-Schicht auf die Di-

cke des Abstandshalters zusammengepresst wurde.

[0007] Die erfindungsgemaBe Prepreg-Schicht kann Ab-
wandlung mindestens zwei Abstandshalterelemente unter-

schiedlicher Dicke umfassen.

[0008] Die Abstandshalterelemente koénnen erfindungsge-
miB beispielsweise als sogenannte "Harznieten" ausgefihrt
sein, d.h. es kann sich um Abschnitte in der Prepreg-
Schicht handeln, die aus bereits vorkomprimiertem Harz be-
stehen. Die Harznieten kdénnen aus dem gleichen Material wie
die restliche Prepreg-Schicht bestehen (bzw. aus dem Mate-
rial, aus dem die Prepreg-Schicht nach dem Verpressen be-

stehen wird).

[0009] Die Harznieten konnen separat ausgebildet wer-
den und in definierte Bereiche der Prepreg-Schicht einge-

bracht werden.
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[0010] Alternativ koénnen die Abstandshalterlelemente
bzw. Harznieten durch selektives Vorverpressen definierter
Abschnitte der Prepreg-Schicht aus dem Material der
Prepreg-Schicht erzeugt werden. Nach dem Vorverpressen kon-

nen die derart erzeugten Harznieten ausgehdrtet werden.

[0011])] Eine mogliche Anwendung der erfindungsgemédfien
Prepreg-Schicht liegt bei der Herstellung von Leiterplat-
tenelementen. Durch Verwendung eines erfindungsgemifBen
Prepregs mit mindestens einem Abstandshalterelement kann
ein gewilinschter Abstand zwischen Innenlagenbereich und ei-
ner Deckschicht entsprechend der Dicke des Abstandshalter-
elements eingestellt werden. Dies gewdhrleistet die Ausbil-
dung von Vias gewlinschter definierter Lange zur

Ankontaktierung des mindestens einen Innenlagenbereichs.

[0012] Die Erfindung kann bspw. in Leiterplattenele-
menten, die mindestens zwei Innenlagenbereiche unterschied-
licher Dicke aufweisen und bei denen das Ziel besteht, die-
se Innenlagen mit Vias gleicher L&nge anzukontaktieren, wo-
bei diese Vias auf einer Ebene mit einer die Innenlagen be-
deckenden Deckschicht abschliefen sollen, eingesetzt wer-

den.

[0013] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus der Beschreibung und der beiliegenden

Zeichnung.

[0014] Es versteht sich, dass die voranstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erlduternden Merkmale nicht
nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in
anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar
sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlas-

sen.
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[0015] Die Erfindung ist zur Veranschaulichung anhand
von Ausfihrungsbeispielen in der Zeichnung stark schema-
tisch und nicht maBstabsgetreu dargestellt und wird im fol-
genden unter Bezugnahme auf die Zeichnung ausfihrlich be-

schrieben.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0016]

Figur 1 zeigt in seitlicher Schnittdarstellung ein er-

findungsgemdfes Prepreg mit Abstandshalterelement.

Figur 2 zeigt in seitlicher Schnittdarstellung ein un-
ter Verwendung eines erfindungsgemalen Prepregs hergestell-

tes Leiterplattenelement.

Ausfihrliche Beschreibung

[0017] Figur 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem erfin-
dungsgemdfen Prepreg 21 in seitlicher Schnittdarstellung.
Das Prepreg 21 umfasst eine Prepreg-Schicht 20, die aus Ub-
lichem und dem Fachmann geldufigem Material besteht, das
sich unter Druck verflissigt und mindestens eine Harzkompo-
nente und mindestens eine Harterkomponente umfasst. Bei-

spielhaft ist auf die US 2010/0044087 Al verwiesen.

[0018] Des weiteren umfasst das Prepreg 21 ein Ab-
standshalterelement 24, das in der Prepreg-Schicht 20 aus-
gebildet ist. In dem dargestellten Ausschnitt ist ein Ab-
standshalterelement 24 des Prepregs 21 dargestellt, das je-

doch noch weitere Abstandshalterelemente aufweisen kann.
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[0019] Das Abstandshalterelement 24 weist eine Dicke d
auf, die kleiner ist, als die Dicke der Prepreg-Schicht 20.
Bei einer Verwendung des erfindungsgemdfen Prepregs 21 kann
das Abstandshalterelement 24 somit beim Zusammenpressen
bzw. Verpressen der Prepreg-Schicht 20 als ,Anschlag"“ die-
nen, d.h. wenn die Prepreg-Schicht 20 auf eine Dicke ent-
sprechend der Dicke d des Abstandshalterelements 24 zusam-

mengepresst wurde, wird der Pressvorgang angehalten.

[0020] Das Abstandshalterelement 24 kann bspw. aus be-
reits vorkomprimiertem Harz bestehen. Eine Moéglichkeit der
Herstellung des Abstandshalterelements 24 besteht erfin-
dungsgemidB darin, einen definierten Abschnitt 26 der
Prepreg~Schicht 20 einer Vorkomprimierung zu unterziehen.
Dabei wird gezielt der definierte Abschnitt 26 unter Druck
gesetzt und ggf. auch erhitzt, um ihn bis auf eine ge-
wiinschte Dicke d zu komprimieren. AnschlieRend wird der
derart komprimierte Abschnitt unter Erzeugung des Abstands-

halterelements 24 ausgehdartet.

[0021] Das Prepreg 21 kann - wie bereits erwdhnt -
mehrere derartige Abstandshalterelemente aufweisen. Die Ab-
standshalterelemente koénnen auch unterschiedlicher Dicke
aufweisen. Damit konnen in definierter Weise unterschiedli-
che Dicken eines Leiterplatten-Mehrschichtaufbaus ausgegli-

chen bzw. dargestellt werden.

[0022] Figur 2 zeigt in seitlicher Schnittdarstellung
einen Mehrschichtaufbau eines Leiterplattenelements 10. Das
Leiterplattenelement 10 umfasst eine beidseitig elektrisch
leitende Basisschicht 12, die Ausnehmungen aufweist, in die
Innenlagenbereiche 16.1, 16.2 eingebracht sind. Wahrend die
Basisschicht 12 eine gleichfdérmige Dicke aufweist, haben

die Innenlagen 16.1, 16.2 unterschiedliche Dicken.
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[0023] Die Innenlagen 16.1, 16.2 sind blindig mit einer
oberen Ebene der Basisschicht 12 angeordnet und schliefen
gemeinsam mit dieser an eine Prepreg-Deck-Schicht 20' und
13 an. Durch die Prepreg-Deck-Schicht 20' und 13 hindurch
sind mehrere Vias 18 zur Ankontaktierung der Innenlagen
16.1, 16.2 vorgesehen. Die Vias haben gleiche Abmessungen
und insbesondere gleiche Ldnge (die der Dicke d der Ab-
standshalterelemente plus der Dicke der Deckschicht ent-

spricht).

[0024] Die Innenlagen 16.1, 16.2 sind in eine Harz-
schicht 20 eingebettet. Die Harzschicht 20' weist unter-
schiedliche Dicken auf und gleicht die durch die unter-
schiedlichen Dicken der elektrisch leitenden Schicht 12 und
der Innenlagen 16.1, 16.2 entstandenen Niveauunterschiede

aus.

[0025] Der beschriebene Aufbau wird erfindungsgemdlB
auf einfache Art und Weise durch Verwendung eines erfin-
dungsgemdfBen Prepregs 21 mit Abstandshalterelementen 22, 24
erzielt. Die unterschiedlichen Abstdnde zur gegeniliberlie-
genden Kupferschicht 14 entstehen beim Verpressvorgang da-
durch, dass sich eine fester Abstand durch die Abstands-
halter einstellt und die Abstédnde zur Kupferschicht 14 sich

als Resultierende ergeben.

[0026] Der Mehrschichtaufbau wird dann einem
Verpressdruck ausgesetzt, um das Prepreg zusammenzupressen
und zu verflissigen, bis die Abstandshalterdicken erreicht

sind. Danach wird die Struktur ausgehartet.

[0027] In Leiterplattenelement (10) mit einer beidsei-
tig elektrisch leitenden Basisschicht (12) und mindestens

zwel in Ausnehmungen der Basisschicht angeordneten Innenla-
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genbereichen (16.1, 16.2), wobei ein erster Innenlagenbe-
reich (16.1) eine erste Dicke aufweist und ein zweiter In-
nenlagenbereich (16.2) eine zweite Dicke aufweist, die ers-
te Dicke groBer ist als die zweite Dicke, die Innenlagen
(16.1, 16.2) Uber Vias (18) in einer die elektrisch leiten-
de Schicht (12) und den mindestens einen Innenlagenbereich
(16.1, 16.2) abdeckenden Deckschicht (13) ankontaktiert
sind, die Léngen der die mindestens zwei Innenlagenbereiche
ankontaktierenden Vias (18) gleich sind und auf einer Ebene
mit der Deckschicht (13) abschliefen, und die mindestens
zwel Innenlagenbereiche (16.1, 16.2) mit einer Harzschicht

(21) verpresst sind.

[0028] In Abwandlung koénnen die Abstandshalterelemente
22, 24 unterschiedliche Dicken aufweisen (nicht darge-
stellt), bspw. zur Erzeugung von Vias unterschiedlicher
Lange, definiert durch die unterschiedlichen Dicken der Ab-
standshalterelemente (entsprechend der voranstehenden Be-
schreibung Dicke eines Abstandshalterelements plus Dicke

der Deckschicht) bei gleichférmiger Deckschicht.

[0029] Selbstverstandlich gibt es mehrere Moglichkei-
ten, ein erfindungsgem&fes Prepreg herzustellen. Bspw. kon-
nen ,Stifte“ aus komprimiertem Harz oder auch aus anderem
geeigneten Material auch vorgefertigt und als Abstandshal-
terelemente an definierten Stellen/Abschnitten in die

Prepreg-Schicht eingebracht werden.
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Patentanspriiche

1. Prepreg (21) zur Verwendung bei der Herstellung von
Leiterplatten, das ein oder mehrere Abstandshalterelemente

(22, 24) umfasst.

2. Prepreg (21) nach Anspruch 1, dessen mindestens ein
Abstandshalterelement (22, 24) aus bereits komprimiertem

Harz gebildet ist.

3. Prepreg (21) nach Anspruch 2, dessen mindestens ein
Abstandshalterelement (22, 24) durch selektives
Vorverpressen mindestens eines Abschnitts (26) des Prepregs

(20) gebildet ist.

4, Prepreg (21) nach einem der Anspriche 1 bis 3, das
mindestens zweil Abstandshalterelemente (22,24) unterschied-

licher Lange umfasst.

5. Verfahren zum Herstellen eines Prepregs (21) zur Ver-
wendung in der Leiterplattenherstellung, mit den folgenden

Schritten:

- Bereitstellen einer Prepreg-Schicht (20),
- Vorverpressen mindestens eines Abschnitts (26) der
Prepreg-Schicht (20), bis dieser Abschnitt (26) eine

gewilinschte Dicke (d) aufweist,
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- Aushdrten des mindestens eines vorverpressten Ab-
schnitts (26) zur Ausbildung als Abstandshalterele-
ment (22, 24).

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem mindestens zwei
Abschnitte der Prepreg-Schicht (20) auf zwei unterschiedli-

che Dicken vorverpresst und ausgehdrtet werden.

7. Verfahren zum Herstellen eines Leiterplattenelements
(10) mit mindestens einem Innenlagenbereich (16.1, 16.2),

mit den folgenden Schritten:

- Bereitstellen einer Kupferfolie (14),

- Auflegen eines Schichtaufbaus mit mindestens einer
Basisschicht (12) und mindestens einem in diese Ba-
sisschicht (12) eingefiigten Innenlagenbereich (16.1,
16.2),

- Auflegen einer Prepreg-Schicht (20) mit mindestens
einem in der Prepreg-Schicht (20) enthaltenen Ab-
standshalterelement (22, 24), derart dass das mindes-
tens eine Abstandshalterelement (22, 24) Uber dem
mindestens einen Innenlagenbereich (16.1, 16.2) zu
liegen kommt,

- Auflegen einer weiteren Kupferfolie (13),

- Verpressen der Schichtanordnung bis die Prepreg-
Schicht auf die Hbhe des auf dem mindestens einen In-
nenlagenbereich (16.1, 16.2) aufsetzenden Abstands-

halterelements zusammengepresst ist.

8. Leiterplattenelement, das nach dem Verfahren gemidf An-

spruch 7 hergestellt ist.
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9. Leiterplattenelement (10) mit einer beidseitig elek-
trisch leitenden Basisschicht (12) und mindestens einem in
Ausnehmungen der Basisschicht (12) angeordneten Innenlagen-
bereich (16.1, 16.2), wobei in einer uUber dem mindestens
einen Innenlagenbereich (16.1, 16.2) liegenden Harzschicht
(20') mindestens ein Abstandshalterelement (22, 24) vorge-
sehen ist, dessen Dicke (d) den Abstand zwischen Innenla-
genbereich (16.1, 16.2) und einer Deckschicht (13) defi-

niert.

10. Leiterplattenelement (10) nach Anspruch 9, das des
weiteren in der Deck-Prepreg-Schicht (13, 20') ausgebilde-
tes Vias (18) aufweist, deren Lange durch die Dicke (d) des
mindestens einen Abstandshalterelements (22, 24) definiert

ist.
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"L" Veréffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-
scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefuhrt)

"O" Veréffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

"P" Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist

"T" Spétere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstéandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

"X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veroéffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Veréffentlichung mit einer oder mehreren
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung flur einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veréffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
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